
社外秘                               （様式 従情第２号） 

  2023.04.01 

採用における個人情報の取得・利用に関する通知書 兼 同意書 

［通知書］ 

採用応募者 各位 

 

ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社は、採用応募者の皆様からご提出いただく個人情報について、次に示す事項

を応募者ご本人に通知いたします。 

 

１．個人情報の内容と利用目的について 

弊社は、採用応募にあたりご提出いただく氏名、生年月日、住所、電話番号、顔写真、学歴、職

歴、資格等の個人情報を、下記に示す利用目的の範囲内でのみ利用し、それ以外の目的には利用

いたしません。 

（１）採用関係資料・書類の送付のため （２）採用応募者への連絡・問合せのため 

（３）採用応募者の確認のため  （４）採用可否の選考のため 

（５）採用された場合の人事労務管理および福利厚生のため  

 

２．個人情報の取り扱いについて 

（１）紛失、改ざん、漏洩等を防止するための安全対策を講じ、適切に取り扱います。 

（２）取得した個人情報は、当社所定の期間保存した後、破砕、消去または返却します。 

（３）保健医療情報などの機微な情報については特に慎重に取り扱います。 

（４）クッキー情報やアクセスログの取得等、本人が容易に認識できない方法によって個人情報

を取得することがあります。 

 

３．第三者への提供について 

弊社は、取得した個人情報をご本人の同意を得ないで第三者に提供することはありません。 

 

４．外部への委託について 

弊社は、個人情報の処理を外部に委託する場合があります。その場合は、十分な個人情報保護水

準を有する委託先を選定し、契約を締結し、適切に委託先を監督します。 

 

５．開示・訂正・削除について 

ご本人の権利として、自らの個人情報の内容について開示を請求することができ、情報に誤り等

がある場合は訂正・削除を請求することもできます。開示等を請求される場合は、下記担当にご

連絡ください。 

ただし、業務の適正な実施に支障が生じる場合等は、開示等に応じられないことがあります。 

 

６．その他 

個人情報の提出は、義務的な場合と任意の場合があります。ご提出いただけない場合または記入

漏れ等の不備があった場合は適正な対応ができないことがあり、再度確認させていただくことも

あります。 

 

ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社  (個人情報保護管理者)全社情報セキュリティ管理委員会委員長 

(問合せ先)ハイブリッドBPO統括本部スタッフキャリア部長TEL03-6253-9601 

 

［同意書］ 

ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社 御中 

私は、上記の事項について通知・説明を受け、その内容について同意いたします。 

 

   年   月   日   署名                 


